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(§) PROCEDE DE FABRICATION D'OBJETS PORTABLES DE TYPE CARTES SANS CONTACT. 



(57) Dans la fabrication d'objets portables de type cartes 
sans contact est deposee, selon .'invention, une matiere 
conductrice sur des supports bobines, par les techniques de 
tampographie rotative et/ ou de flexographie, pour la fabri- 
cation de circuits inteares de type sans contact conditionnes 
par lamination & frolaen continu. 
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TITRE:PROCEDE DE FABRICATION D' OB JETS PORTABLES DE TYPE 
CARTES SANS CONTACT 

5 

La prEsente invention concerne la fabrication d' objets 
portables tels que par exemple les Etiquettes Elect roniques, * 
cartes sans contact, les badges. L 1 aptitude de ces objets 
portables est de converser et Echanger a distance, des 
10 informations avec un recepteur muni d'une antenne. Les 

applications sont : 1' identification ; les accEs ; le transport; 
1' identity; la transaction a proximitE d'une borne. En rEgle 
gEnErale la transmission s'effectue par radiof rEquence et 
hyperf rEquence . 

15 

Dans un procEdE connu de fabrication d' objets portables, 
il est utilisE des antennes constitutes d'un enroulement de 
plusieurs spires d'un fil en matEriau conducteur (cuivre) . 

Un tel procede de fabrication ne permet d'obtenir que des 
20 antennes d'Epaisseurs importantes qui ne peuvent etre connect ees 
que manuellement & la puce. Ceci limite son utilisation, et rend 
la fabrication peu productive. 

Dans un autre procedE connu de fabrication d 1 antennes est 
25 mis en oeuvre la technique d' impression par sErigraphie d'une 
encre conductrice. Cette technique d' impression ne permet pas 
toujours la rEpEtabilitE nEcessaire pour ce type produit, ce qui 
altEre grandement la quality et les rendements. Les encres 
utilisees & base d' argent sont d'un cout ElevE. Les 
30 investissements sont trEs Aleves en rapport £ leur capacity de 
production. 

Dans un procEdE connu de fabrication de la connexion de la 
puce a 1' antenne par soudure ultrason d'un fil d'or, la 
technique requiert une protection des fils de soudure par une 
35 rEsine thermodurcissable type Epoxy. 



2 



2817373 



Ce proc6d6 utilise des mati^res premieres relativement 
coHteuses (fils d'or pour la liaison , r&sine 6poxy pour la 
protection) . 

La sur-6paisseur de l'ordre de 550yim cr66e par la r6sine de 
protection, d£forme la carte sans contact, ce qui rend sa 
manipulation et son impression difficile et n' off re pas un bon 
aspect visuel. Les temps de connexion sont lents ce qui rend ce 
proc6d6 peu product if . 

Dans un proc6d6 connu de conditionnement d'objets portables, 
est mis en ceuvre la technique dite de lamination & chaud. Elle 
consiste ici & mettre entre les plateaux d'une presse, un 
empilement de feuilles thermoplastique dans lesquelles sont 
disposes les circuits integres de type sans contact. 

Par elevation de la temperature et de la pression est ainsi 
constitute une plaque, dans laquelle il est possible de decouper 
des ob jets portables aux formats desires. 

Les dilatations dif ferentielles des mattriaux utilises 
engendrent un stress et une deformation r£siduelle des objets 
portables fabriques. Le seul remede pour pallier a ces 
problemes, est un allongement du cycle de ref roidissement done 
du cycle total de fabrication. II en resulte de faibles cadences 
de production. Par ailleurs les investissements sont tres 
61ev§s. 

La prtsente invention precede d'une recherche de 
nouvelles solutions de fabrication d'objets portables sans 
contact, pour surmonter les problemes connus dans l'art 
anterieur, en m§me temps que de satisfaire a des objectifs de 
fabrication permettant une production de grande s6rie £ cadence 
et productivity £lev£es . 

A cet effet, 1' invention consiste A la mise en ceuvre de 
nouveaux procedes continus de fabrication des 616ments 
const ituants un objet portable de type carte sans contact tel 
que: 
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- L'antenne: a pour fonction dans un objet portable de type 
sans contact, d'alimenter elect riquement une puce* et de 
transmettre au recepteur les informations contenues dans la 
puce. 

- 1' implantation et l'ancrage de la puce: procedes de 
fabrication qui permettent de positionner la puce sur ou au cceur 
d'un support. 

- la connexion: a pour fonction de relier physiquement la 
puce* a l'antenne. 

La connexion puce/antenne est appelee dans cette invention, 
circuit integre de type sans contact. 

- la lamination a froid: procede de fabrication qui permet 
le conditionnement des circuits integres de type sans contact. 

*Puce: petite surface d'un materiau semi-conducteur pouvant 
15 comporter un microprocesseur. 
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Dans le procede de 1' invention, la fabrication de l'antenne 
consiste en la depose d'une matiere conductrice sur un support 
utilisant les techniques de tampographie rotative ou de 
flexographie. 

Une antenne est composee (Fig.. 1) de l'enroulement (5) , du 
pont isolant(4)et des plots de l'antenne (1) . 

Les plots de 1 'antenne (1) et 1 'enroulement (5) (Fig. 4) sont 
obtenus par la depose d'une matiere conductrice, le pont(P) est 
realise a partir d'une matiere isolante. 

Les supports utilises pour la fabrication des antennes sont 
en matiere plastique, en papier ou en tissu conditionnes en 
bobine. 

Apres chaque depose de la matiere conductrice ou isolante 
est realisee une etape de sechage ou de polymerisation. 



Dans le procede de 1' invention, la connexion de la puce a 
l'antenne (Fig. 5) est realisee par la depose d'une matiere 
conductrice sur les bornes de la puce (3) et les plots de 
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l'antenne(l) par tampographie rotative et/ou alternative et de 
flexographie. 

Dans le procede de 1' invention, la connexion de la puce a 
5 1 'antenna (Fig. 2) est realisee en plagant les bornes de la 
puce (3) sur la matiere conduct rice des plots de l'antenne(l) 
avant sechage ou polymerisation de cette matiere conductrice. 
Cette technique permet de realiser simultanement 1 • implantation 
de la puce et la fabrication du circuit integre de type sans 
io contact . 

Une variante au procede de fabrication du circuit integre de 
type sans contact (Fig. 3) utilise la technique de l'ultrason 
pour ancrer la puce(2) au cceur du support plastique(4) et 

15 positionner les bornes (1) de celle-ci a fleur du support. Cette 
technique permet de realiser, apres 1 ' implantation de la puce au 
cceur du support, la depose simultanee de la matiere conductrice 
sur les plots de l'antenne(l) et les bornes de la puce (3) et 
ainsi fabriquer en une seule etape le circuit integre de type 

20 sans contact. 

Dans cette invention, la fabrication de la connexion puce 
/antenne est obtenue par depose d'une matiere conductrice, de 
quelques urn d'epaisseur, ne necessitant pas de protection. 
25 Cette absence de protection permet de fabriquer des objets 

portables d'epaisseur inferieure a 400um ou d'embarquer dans un 
d' ob jet portable de type carte sans contact, aux normes ISO 
(epaisseur max. 900pm), deux circuits integres de type sans 
contact et ainsi augmenter les capacites d' informations. 

30 

Dans le procede de 1' invention, le conditionnement des 
circuits integres de type sans contact en objets 
portables (Fig. 5) est realise par lamination a froid(9) du 
support de ces dits circuits integres (6) et d'un support 
35 vierge(4) enduit prealablement d'un adhesif thermoplastique ( 4 • ) . 
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La pfegosite tr6s eievee £ temperature ambiante de cet adh^sif 
permet de fixer quasi d6f initivement des deux supports . 

Dans 1' invention, 1 'utilisation de supports pr6 imprimis, 
dans la fabrication des objets portables de type sans contact, 
permet d'obtenir des objets portables cosm£tiquement finis. 

Dans le proc6d<§ de 1 T invention, £ l'6tape de d6coupe (Fig. 5) 
est pr6alablement r6alis6e une phase de rep6rage(7) d'une marque 
g£n6r£e par 1 ' impression. Cette marque, index£e au pas des 
circuits int6gr§s de type sans contact, permet la decoupe en 
ligne(8) des objets portables. 



Les dessins annexes illustrent 1' invention 
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En r6f6renee au dessin de la lig.l repr6senLant une antenne 
multi. spires , la liaison des plots de 1 'antenne (1) aux 
spires (5) n'est effectu6e qu'apr6s avoir dispose un pont 
isolant(P) entre 1 'enroulement et la liaison aux plots de 
l f antenne pour ne pas cr6er de court circuit . 

En reference au dessin repr6sentant la coupe du circuit 
integre de type sans contact sur son support (fig. 2). L' antenne 
de plusieurs spires (5) est imprim6e sur un support (4). Les 
bornes de la puce (3) sont disposes face aux plots de 
1 'antenne (1) pour permettre la connexion directe entre la puce 
et 1' antenne. 

En r6f6ren.ce au dessin , repr6sentant le schema en coupe du 
circuit int6gre de type sans contact dans lequel la puce est 
ancree au coeur du support (fig. 3) . L ' implantation de la puce(2) 
au coeur du support (4), permet de disposer les bornes de la 
puce(l) a fleur du support (4). La d6pose de la mati6re 
conductrice pour la fabrication des plots de 1' antenne (1) permet 
de realiser simultanement la connexion du circuit int6gre de 
type sans contact. 



En reference au dessin de la fig. 4, representant une ligne 
de fabrication continu d'antennes, la bobine vierge(4) regoit 
success ivement 1' impression des spires (5), du pont isolant(P) et 
des plots de 1' antenne (1) .La bobine d'antennes (6) est 
rembobin6e . 



En ref6rence au dessin de la fig. 5 repr6sentant une ligne de 
conditionnement pour fabrication d'objets portables de type 
cartes sans contact par lamination & froid en continu. Une 
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bobine de circuit integre de type sans ^contact ( 6) est assemblee 
par lamination (9) a une bobine de supports vierges (4) 
prealablement enduite d'un adhesif thermoplastique (4'),ce qui 
permet la jonction definitive des deux supports. Une 
detection^) permet 1' indexation et la decoupe(8) lors deV, 
1' utilisation de supports pre imprimes. 
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1) Proc6de de fabrication de motifs conducteurs realises par 
la depose d'une mature conductrice utilisant la technique de 
tampographie rotative et de flexographie. 



2) Procede de fabrication selon la revendication 1 
caract6ris6 en ce que les motifs conducteurs (5) sont des 
antennes(fig.l), utilises dans la fabrication d'objets portables 
de type carte sans contact. 



3) Procede de fabrication selon la revendication 2 
caractSrise en ce que la connexion des plots de l'antenne (1) , aux 
bornes de la puce (3) est realisee par depose d'une matiere 
conductrice utilisant les techniques de tampographie rotative et/ 
ou alternative et de flexographie. 



4) Procede de fabrication selon la revendications 3 
caracterise en ce que la connexion des plots de l'antenne a 
bornes de la puce est realisee en une seule et meme etape . 



5) Proc§d§ de fabrication selon la revendication 4 
caracteris6 en ce que la fabrication du circuit integre de type 
sans contact est realise simultan6ment lors de 1 'implantation de 
la puce Fig. 2. 

6) Procede de fabrication selon la revendication 5 
caracterise en ce que la fabrication du circuit integre de type 
sans contact (Fig. 2} est realisee sans protection. 
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7) Procede de fabrication caracterise en ce que les objets 
portables sont realises par lamination a froid et en continu 
(Fig. 5) du support des circuits integres de type sans contact 
produits selon l'une des quelconques revendications 5 ou 6 et d'ur 
support vierge. 

8) Procede de fabrication selon la revendication 8 
caracterise en ce qu'il est utilise un adhesif thermoplastique ( 4 • ) 
de pegosite elevee a temperature ambiante, pour fixer le support 
de circuits integres (6) de type sans contact au support vierge (4). 

9) Procede de fabrication selon la revendication 8 
caracterise en ce que le conditionnement est realise avec des 
supports pre imprimes pour la fabrication d' objets portables 
cosmetiquement finis. 



10) Procede de fabrication selon la revendication 10 
caracterise en ce que l'etape de decoupe en ligne est realisee 
apres une phase de reperage(7) d'une marque generee par 
1' impression et indexee au pas des circuits integres de type s, 
contact. 
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PL. 2/3 



Fig. 3 
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PL. 3/3 



FIG. 5 
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